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评估目的

电容器的制造工序及评估项目

汽车及IoT/�G的技术开发大力推动了包括MLCC在内的电子零部件新产品的开发及现有产品的大量生产。
可靠性评估需求也随之扩大。
最近，不仅是电容器制造商，还有购买相关产品的装配制造商实施的“接收评估”也呈增加趋势。
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片式多层陶瓷电容器（MLCC）的故障原因与可靠性评估的重要性

近年来，电容器等电子零部件的小型化及高功能化的要求不断增加，而随之产生了自发热现象增加以及与电路
板接合面缩小的问题，因此确保焊接与绝缘劣化方面的可靠性成为了一项课题。
为合理评价这些，实施可靠性试验不可或缺。

面 向 电 容 器 的 主 要 试 验 标 准
● AEC-Q200（为被动零部件的标准）
● X8R（ 符合EIA标准／－��℃～���℃下静电容量的变化在±��%以内） 等
● IEC 60384-8: 2015（－��～���℃下静电容量的变化在±��%以内） 等

★装配制造商实施接收评估

可靠性评估
（寿命评估）

特性评估

性能检验

绝缘劣化

迁移 ● 恒温恒湿环境下使用
● AMI + 恒温恒湿箱
● AMI + HAST

● AMI + 高温箱
● AMI + 冷热冲击试验箱

● AMI + 恒温恒湿箱
● AMI + 高温箱

● 高电压AMI
● AMQ + 恒温恒湿箱
  （ DC偏压）

● AMQ + 恒温恒湿箱
● AMQ + 恒温箱
  （AC/DC偏压低电压）

● AMQ + 恒温恒湿箱
● AMI个别电源、
  电流容量提升等

● AMR +冷热冲击试验箱

● AMR +冷热冲击试验箱
● AMQ +冷热冲击试验箱
  （ DC偏压）

● 热应力

● 异物混入、加工条件不符合
   过大的机械应力

● 加载电压
  （ 额定、过电压）

● 热应力
● 电路板安装时的
   过大机械应力

● 热应力导致
  外部电极异常

● 温湿度环境
● 加载电压

● 高精度参数测量
● 电力设备定制规格
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外部电极浸析 ★

表面泄漏

内部泄漏

焊接部分及
电容器元件断裂

电极连接不良
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导通不良

静电容量变动

于多条件下
实施试验

评估目的 评估项目 故障原因及因素（�） 故障原因及因素（�） 试验要素 装置建议

元件空隙、
电路板翘曲、吸湿

元件内部

绝缘劣化
短路

助焊剂残渣、
结露、吸湿

元件表面

绝缘劣化
短路

电极材料、
焊料材料冲击、热疲劳

外部电极

电极剥落、浸析
开路

元件空隙、电路板翘曲、
热疲劳、焊料量

容量下降
开路

电容器的故障原因与评估装置

绝缘劣化发生的主要原因为空气中的水分
以及杂质等，其会发生在电路板与MLCC之
间、MLCC的表面或层间等各种部位。导通不
良是因为在MLCC封装在电路板上的状态
下，因温度变化导致电路板变形或材料劣
化，从而发生接合面断裂。

电容器的故障原因
大致可分为绝缘劣化
　　　　 与导通不良　　　　 两种。短路 开路

短路

开路

● 高精度参数测量ー ー低ESR特性

可根据评估目的提供系统产品
与试验箱的组合建议。

吸湿

结露

热循环
冲击、
弯曲

热疲劳、
焊料量

焊接接合部

焊料裂纹
开路
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通道构成

测量间隔

测量方法

型号

交流�端子对测量（测试电缆顶端）

最小�分钟～����分钟（可按�分钟为单位进行变更）

�ch～��ch、���ch*
*提供定制规格。

测量频率：��Hz～�MHz　
※可提供适用���MHz的产品。
介质损耗：�.����tanδ～��.����tanδ
阻抗：��mΩ～���MΩ

测量范围

通道构成

测量电流

电阻测量
范围

测量电容器及电感器的温度特性及频率特
性。可任意设定测量条件，自动记录试样的静
电容量（C）、损失系数（D）、阻抗（Z）。

对试样加载电压，测量绝缘电阻（漏电流）的
系统。通过组合使用恒温恒湿箱可对试样加
载温湿度＋电压应力的同时，高效进行绝缘
劣化的评估。无需进行抽样测量，迁移会毫无
遗漏地被记录下来。

为了在恒温箱的温度循环试验中高温与低温
交互设置的同时，对热应力及电路板的变形
所导致的电容器接合进行评估而对导体电阻
进行实时测量的系统。同时还准备有UD型

（直流电流加载方式）用于电容器以外的封装
评估用途。

请从此处下载样本！

请从此处下载样本！

请从此处下载样本！

上限加载
电压

��ch～���ch／试样架通道构成

��� V / ��� V / ��� V / 
����V*/ ����V*
*提供定制规格。

��ch～���ch／试样架

AC加载规格

�mΩ～�kΩ

电容器、电感器温度特性评估系统AMQ

AMR 导体电阻评估系统

AMI

AMQ-**-C

型号

AMI-**-U-**

AMR-**-UA

离子迁移评价系统

电容器的评估装置

评估项目

评估项目

评估项目

型号

通道数：���～���（��ch～���ch）
控制通道：�或��

通道数：���～���（��ch～���ch）

通道数：���～���（�ch～��ch）
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爱斯佩克除了恒温箱与系统以外，还制作接
合试样的测量用夹具。可根据客户的试样形
状定制。通过使用测量用夹具可节约焊接所
需时间以及消除电缆消耗，可更为简单地安
装试样。

在AMQ（电容器、电感器温度特性评估系统）
中追加DC偏压电源。通过连续加载电压，加
速试样劣化。同时，还可通过持续记录各类参
数，按时间顺序进行评估。

AMI原则上为�个通道�个电源，但通过多个
通道电源通用化，可以在与针数有限的HAST
试验箱连接时以较少的针数评估多个通道。

在夹子前端部位夹入芯片电容器
进行使用。

芯片夹夹具
用于辐射状电容器的夹具。通过电
极夹入导线部分进行使用。

辐射状用夹具
在镀金部分夹入芯片电容器进行
使用。单侧带有弹簧，可对各种尺
寸的试样进行调节。

芯片电容器用夹具

电压加载时间的不同 ●＝测量时间

AMQ
电压（V）

��V

�V 时间

测量用夹具

AMQ

HAST 正极公共端规格试验箱 AMI

偏压加载DC

仅测量时 
加载电压

AMQ+DC偏压
电压（V）

��V

�V 时间

可在连续加载
电压的状态
下测量

定 制

定 制

定 制

评估项目

评估项目

评估项目

A

扫描仪电路板

A

扫描仪电路板

��ch 正极公共端
使用��针
试验数

试样69

标准AMI
使用��针
试验数

36试样

试样

试样

加载电压：�V～��V
※��V以上时请咨询。

电容器·电感器温度特性评估系统
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